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摘 要

在電路板覆晶接合的構裝過程中，所使用的底部填充材是藉由毛細管作用填充在IC晶片的底部，由於晶片、基板、錫鉛連

接和底部充填材料的熱膨脹係數不一樣，當遭受溫度變化時，由於變形的不一致，所以在銲錫連接上會有剪應力產生。因

此底部充填材料必須能夠調整晶片、基板和錫鉛連接之間的熱膨脹係數差異而增強晶片與基板間銲錫連接的強度。 本文藉

由微觀力學架構的發展，以ESHELBY等值內含物的原理和MORI-TANKAKA平均應力場的概念探討含有填充顆粒的底部

充填材料之等效熱彈性係數，並藉由有限元素分析軟體ANSYS，由參數分析中探討底部充填材料不均勻的組成及填充物之

體積分率對覆晶構裝銲錫連接的可靠度的影響。並藉由田口式方法做最佳化參數設計，探討影響錫球可靠度的重要參數。 

最後，本文還探討不同狀況的案例，當底部填充材填充不完全有缺陷，造成底部填充材與基板間有脫層現象產生，探討脫

層狀況對錫球可靠度的影響。
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